EC AEK/TAPALUA 3A CbOTBETCTBUE
Ne: DT-500/19/X/01
Hwue, HMD Global Oy
Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, ®uHnaHgma

AeKnapupame Ha CBOSl OTTOBOPHOCT, Ye NPOAYKTHT:

Mogen: DT-500

OTroBaps Ha cieaHuUTe CTaHAAPTM M cneunduKaumm:

EMC CNEKTbLP

Draft EN 301 489-1 V2.2.0:2017-03 ETSI EN 303 417 V1.1.1:2017-09
Draft EN 301 489-3 V2.1.1:2017-03

be3sonacHoct Ekcnosuuma Ha pagnovyecToTHU Bb/IHU

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + EN 62311:2008
A12:2011 + A2:2013

OkonHacpeaa
EN 50581:2012

OnucaHWAT No-rope NPoAYKT OTTOBapsA Ha OCHOBHUTE U3UCKBAHWUA Ha cnefHaTa(ute) aupekTusa(um):
- [JAupekTtusa 2014/30/EC oTHOCHO ENeKTpOMarHMTHa CbBMeCcTMMOCT
- [OvupekTtnea 2011/65/EC oTHOCHO OrpaHU4eHMeTo 3a ynoTpebaTa Ha onpeAeneHn onacHN BELLECTBa B e/1eKTPUYECKOTO U

€NeKTPOHHOTO 0bopyaBaHe

1 nma CE mapKupoBKa:

Mscto Ha uspasaHe: CALY [ata Ha uspasaHe: 2019-01-24 r.
HMD Global Oy PaspewieHue 3a npoayKT:

K-

Mopnuc:
Nme: Samuel W. L. Chin
JAnbxHOCT: Chairman

CBbp3aHaTa C NOCOYEHUA NO-rope NPOAYKT AOKYMEHTaLMA ce cbxpaHasa B: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, ®uHnaHgua
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